
JP 2019-59082 A 2019.4.18

10

(57)【要約】
【課題】成形品の良否判定のための単位空間情報の設定
を行う。
【解決手段】本技術における演算処理装置は、監視開始
時点を特定し、前記監視開始時点から所定期間を監視期
間として設定する監視期間設定部と、指定された分割数
に基づいて、前記監視期間内における複数の監視タイミ
ングを設定する監視タイミング設定部と、前記監視タイ
ミング設定部が設定した前記監視タイミングにおいて成
形品の監視処理に用いる単位空間情報を、取得した良品
製造時の計測項目データに基づいて設定する単位空間情
報設定部と、を備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出成形装置に備えられたセンサにより１又は複数の計測項目の検出信号を入力する監
視装置で行われる、良品判定のための単位空間情報を生成する演算処理装置であって、
　監視開始時点を特定し、前記監視開始時点から所定期間を監視期間として設定する監視
期間設定部と、
　指定された分割数に基づいて、前記監視期間内における複数の監視タイミングを設定す
る監視タイミング設定部と、
　前記監視タイミング設定部が設定した前記監視タイミングにおいて成形品の監視処理に
用いる単位空間情報を、取得した良品製造時の計測項目データに基づいて設定する単位空
間情報設定部と、
　を備える演算処理装置。
【請求項２】
　前記監視期間設定部は、ゲートシール期間を前記監視期間として設定する
　請求項１に記載の演算処理装置。
【請求項３】
　前記監視期間設定部は、設定された所定の閾値に前記検出信号が到達した時点を用いて
前記監視開始時点を特定する
　請求項１又は請求項２に記載の演算処理装置。
【請求項４】
　前記監視期間設定部は、設定された所定の閾値に前記検出信号が到達した時点よりも所
定時間前の時点を前記監視開始時点として特定する
　請求項３に記載の演算処理装置。
【請求項５】
　前記単位空間情報設定部は、前記監視タイミングにおける複数の各計測項目のそれぞれ
の値に基づいて前記単位空間情報を設定する
　請求項１乃至請求項４に記載の演算処理装置。
【請求項６】
　前記単位空間情報はマハラノビス距離を２乗した値を算出するために用いられる情報で
ある
　請求項５に記載の演算処理装置。
【請求項７】
　射出成形装置に備えられたセンサにより１又は複数の計測項目の検出信号を入力する監
視装置で行われる、良品判定のための単位空間情報を生成する演算処理装置が、
　監視開始時点を特定し、前記監視開始時点から所定期間を監視期間として設定する処理
と、
　設定された分割数に基づいて、前記監視期間内における複数の監視タイミングを設定す
る処理と、
　設定した前記監視タイミングにおいて成形品の監視処理に用いる単位空間情報を、取得
した良品製造時の計測項目データに基づいて算出する処理と、
　を実行するための演算方法。
【請求項８】
　射出成形装置に備えられたセンサにより１又は複数の計測項目の検出信号を入力する監
視装置で行われる、良品判定のための単位空間情報を生成する演算処理装置に、
　監視開始時点を特定し、前記監視開始時点から所定期間を監視期間として設定する処理
と、
　設定された分割数に基づいて、前記監視期間内における複数の監視タイミングを設定す
る処理と、
　設定した前記監視タイミングにおいて成形品の監視処理に用いる単位空間情報を、取得
した良品製造時の計測項目データに基づいて算出する処理と、
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　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、演算処理装置、演算処理装置の演算方法及びプログラムに関する。詳しくは
、射出成形装置により製造される成形品の良品判定のための基準情報を生成する技術分野
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　射出成形装置に設置したセンサと監視装置とを有して構成される射出成形品質モニタリ
ングシステムが知られている。射出成形品質モニタリングシステムは、射出成形装置に設
けられた金型内における樹脂等の成形材料の挙動を上記センサにより検出し、波形として
パーソナルコンピュータ等の情報処理装置にリアルタイム出力可能とされている。射出成
形品質モニタリングシステムでは、センサの検出信号に基づく計測値を監視し、不良品の
識別を行うことが可能となる。射出成形品質モニタリングシステムとしては、例えば特許
文献１に記載のものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－３６９７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１には、射出成形装置に設けられたセンサ（ロードセル）がキャビティ内の樹
脂の圧力を検出し、該センサの検出信号をアンプ装置によりサンプリングする技術が開示
されている。
【０００５】
　このような射出成形品質モニタリングシステムを用いて不良品の識別を行うにあたり、
ユーザは自身の判断で監視対象となる監視タイミングを設定する必要があった。そのため
、射出成形品質モニタリングシステムについてある程度の経験がないと、不良品の識別を
行うのに適した監視タイミングを設定することが難しい場合があった。
【０００６】
　そこで本技術は、射出成形品質モニタリングシステムについて経験の浅いユーザであっ
ても、容易に監視タイミングを設定することのできる機能を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本技術に係る演算処理装置は、射出成形装置に備えられたセンサにより１又は複数の計
測項目の検出信号を入力する監視装置で行われる、良品判定のための単位空間情報を生成
する演算処理装置であって、監視開始時点を特定し、前記監視開始時点から所定期間を監
視期間として設定する監視期間設定部と、指定された分割数に基づいて、前記監視期間内
における複数の監視タイミングを設定する監視タイミング設定部と、前記監視タイミング
設定部が設定した前記監視タイミングにおいて成形品の監視処理に用いる単位空間情報を
、取得した良品製造時の計測項目データに基づいて設定する単位空間情報設定部と、を備
えるものである。
　即ち、少なくとも監視開始時点及び監視期間の分割数を設定することにより、監視タイ
ミングを自動的に設定する。また、それぞれの監視タイミングごとに、成形品の良品を判
定する処理に用いる単位空間情報を、取得した良品製造時の計測項目データに基づいて算
出する。
　ここで、監視タイミングとは、成形品の製造工程の内の良否判定を行うタイミングをい
う。監視装置は、成形品を量産する前に、あらかじめ監視タイミング毎の良品判定のため
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の単位空間情報を取得しておき、当該単位空間情報に基づいて良品判定を行う。
　また、計測項目データとは、良品判定を行う際に用いられる計測項目のデータをいう。
計測項目には、例えば樹脂圧力、樹脂の流速、樹脂温度、金型表面温度等、成形品の品質
を評価するために必要な様々な項目が考えられる。
【０００８】
　上記した本技術に係る演算処理装置において、前記監視期間設定部は、ゲートシール期
間を前記監視期間として設定することが考えられる。
　成形品の良否判定のために用いる検出信号を金型内の樹脂圧力とした場合等においては
、監視タイミングはゲートシール期間中に設定することが望ましい。
　なぜなら、ゲートシール期間は、金型内に充填された樹脂が固化するまでの期間である
。そのため、このような期間の値は成形品の品質の評価に有用であるが、固化した後の期
間については、あまり意味がない場合があるためである。
【０００９】
　上記した本技術に係る演算処理装置において、前記監視期間設定部は、設定された所定
の閾値に前記検出信号が到達した時点を用いて前記監視開始時点を特定することが考えら
れる。
　圧力センサの検出信号を考えると、その立ち上がりタイミングは、金型内に成形材料が
充満した直後のタイミングとなる。そこで当該立ち上がりのタイミングを監視開始時点と
して特定する。
【００１０】
　上記した本技術に係る演算処理装置において、前記監視期間設定部は、設定された所定
の閾値に前記検出信号が到達した時点よりも所定時間前の時点を前記監視開始時点として
特定することが考えられる。
　即ち、圧力センサの検出信号の立ち上がりタイミングよりも所定期間前から成形品の監
視を開始する。
【００１１】
　上記した本技術に係る演算処理装置において、前記単位空間情報設定部は、複数の計測
項目のそれぞれの前記監視タイミング毎の値を用いて前記単位空間情報を設定することが
考えられる。
　これにより、多様な計測項目及び監視タイミングを加味した上で、単位空間情報を設定
することになる。
【００１２】
　上記した本技術に係る演算処理装置において、前記単位空間情報はマハラノビス距離を
２乗した値を算出するために用いられる情報であることが考えられる。
　即ち、単位の異なる多次元の各計測項目の値を、共通の一次元としての単位に置き換え
るための単位空間情報を設定する。
【００１３】
　本発明に係る演算処理装置の演算方法は、射出成形装置に備えられたセンサにより１又
は複数の計測項目の検出信号を入力する監視装置で行われる、良品判定のための単位空間
情報を生成する演算処理装置が、監視開始時点を特定し、前記監視開始時点から所定期間
を監視期間として設定する処理と、設定された分割数に基づいて、前記監視期間内におけ
る複数の監視タイミングを設定する処理と、設定した前記監視タイミングにおいて成形品
の監視処理に用いる単位空間情報を、取得した良品製造時の計測項目データに基づいて算
出する処理と、を実行するための演算方法である。
　本発明に係るプログラムは、上記各ステップの処理を演算処理装置に実行させるプログ
ラムである。
【発明の効果】
【００１４】
　本技術によれば、射出成形装置により製造した成形品の良否判定のために用いられる単
位空間情報の設定を行うことができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施の形態の品質モニタリングシステムの説明図である。
【図２】実施の形態の管理ソフトウェアによる表示画面の説明図である。
【図３】実施の形態の監視装置の構成の説明図である。
【図４】実施の形態のコンピュータ装置の構成の説明図である。
【図５】実施の形態の計測された波形データの説明図である。
【図６】実施の形態の単位空間情報設定処理のフローチャートである。
【図７】実施の形態の良品判定に用いるデータの説明図である。
【図８】実施の形態の量産監視処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、実施の形態を次の順序で説明する。
＜１．品質モニタリングシステムの構成＞
＜２．監視装置の構成＞
＜３．コンピュータ装置の構成＞
＜４．品質モニタリングシステムの概要＞
＜５．単位空間設定処理＞
＜６．量産監視処理＞
＜７．まとめ及び変形例＞
＜８．プログラム及び記憶媒体＞
【００１７】
＜１．品質モニタリングシステムの構成＞
　以下、本発明に係る実施の形態について説明する。まず本発明の実施の形態となる監視
装置１と射出成形装置２とパーソナルコンピュータ４とを含む射出成形品質モニタリング
システム１００（単に「品質モニタリングシステム１００」とも表記する）について説明
する。
　図１は品質モニタリングシステム１００の構成概要を示した図である。
　図示するように品質モニタリングシステム１００は、監視装置１、射出成形装置２、専
用アンプ３、パーソナルコンピュータ４（以下「コンピュータ装置４」とも表記する）を
備えている。
【００１８】
　射出成形装置２は、一般的に公知のとおり、所定位置に配置される金型１０と、金型１
０に対して樹脂材料を射出充填するための機構を備えた射出部１１と、射出部１１の射出
動作や金型１０の開閉動作等を制御して一連の射出成形動作を実行制御する成形制御部１
２を有して構成されている。
【００１９】
　金型１０は、例えば上型、下型が配置され、例えば成形ステージ内に配置された下型に
対して射出部１１に設けられた機構によって上型が開閉される。上型が下型に対して閉じ
られた状態で、例えば上型に設けられたゲートに対し、射出部１１の射出シリンダによっ
て樹脂材料が注入され、金型１０内のキャビティに樹脂材料が充填される。そして充填後
、所要の時間が経過したら上型が開放され、キャビティから樹脂成形品が取り出される。
　金型１０内には金型内センサ３１が配置されている。例えば充填された樹脂材料の温度
を検出する温度センサや、樹脂材料の圧力を検出する圧力センサなどである。
　金型１０の構造、種別については特に限定されずに各種のものが想定される。
【００２０】
　射出部１１には、金型１０に対する樹脂材料の注入機構、型締め機構、射出シリンダ機
構、射出モータ等、射出成形に必要な機構が設けられている。
　また射出部１１には射出部内センサ３２及びセンサ用アンプ３３が設けられている。射
出部内センサ３２としては、注入過程の樹脂材料の温度を検出する温度センサや、圧力を
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検出する圧力センサ、注入速度を算出する位置センサなどがある。
　本実施の形態では射出部１１の機構、構造、例えばシリンダ構造、型締め機構の構造、
ランナー構造、ノズル構造、ヒーター配置、モータ配置、材料投入機構などは特に限定さ
れず、どのような構造／種別のものでもよい。
【００２１】
　成形制御部１２は、例えばＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memo
ry）、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を有するマイクロコンピュータを備えて構成
されている。
　成形制御部１２は、射出部１１による各部の駆動制御を行う。例えば射出モータ制御、
金型ステージ動作制御、金型開閉機構の動作制御、ノズル開閉機構の動作制御、ヒーター
制御、材料投入動作制御などを行う。これによって一連の射出成形動作を実行させる。
【００２２】
　金型内センサ３１の検出信号Ｓ１は、例えば射出成形装置２とは別体に配置された専用
アンプ３により電圧値に変換される。そして電圧信号に変換された検出信号Ｖｓ１として
監視装置１に供給される。
　射出部内センサ３２の検出信号Ｓ２は、例えば射出部１１内に設けられたセンサ用アン
プ３３により電圧値に変換される。そして電圧信号に変換された検出信号Ｖｓ２として監
視装置１に供給される。
【００２３】
　なお、ここでは検出信号Ｖｓ１，Ｖｓ２として２つの検出信号を示しているが、検出信
号Ｖｓ１は金型内センサ３１からの検出信号の総称で、検出信号Ｖｓ２は射出部内センサ
３２からの検出信号の総称である。金型内センサ３１として複数のセンサが配置される場
合や射出部内センサ３２として複数のセンサが配置される場合も当然に想定される。
　従って検出信号Ｖｓ１，Ｖｓ２は２系統のみの検出信号を示しているものではなく、金
型内センサ３１と射出部内センサ３２のいずれの検出信号についても監視装置１に入力で
きることを示しているに過ぎない。
　監視装置１にはｎチャネルの入力系が用意されており、ｎ系統の検出信号の同時入力が
可能である。従って金型内センサ３１としてｎ個のセンサの検出信号Ｖｓ１を監視装置１
に供給してもよいし、射出部内センサ３２としてのｎ個のセンサの検出信号Ｖｓ２を監視
装置１に供給してもよい。さらに金型内センサ３１と射出部内センサ３２としてのそれぞ
れ１又は複数系統の検出信号Ｖｓ１，Ｖｓ２をｎチャネルに振り分けて監視装置１に供給
してもよい。
　監視装置１に対してどのような検出信号入力を行うかは、実際の射出成形装置２や金型
１０の構造、種別、成形品、搭載センサ数、実行したい計測・監視の内容などに応じて適
宜決められればよい。
　また、図示していないが射出成形装置２の周辺機器、例えば冷却用の温調機や真空引き
装置などに各種のセンサが設けられる場合もあり、それらのセンサの検出信号を監視装置
１に供給することも想定されている。
【００２４】
　監視装置１と成形制御部１２の間は各種の通信が可能とされる。図１では、通信の１つ
として、成形制御部１２から監視装置１に対して各種のタイミング信号ＳＴＭが送信され
ること、及び監視装置１から成形制御部１２に対して通知信号ＳＩが送信されることを示
している。
　タイミング信号ＳＴＭの１つとしては、例えば射出成形の１サイクルの開始／終了タイ
ミングを通知する信号がある。監視装置１は、タイミング信号ＳＴＭにより、１ショット
の樹脂注入による１サイクルの成形期間を検知し、その間の各種検出信号のロギングや判
定を行うことができる。
　また他のタイミング信号ＳＴＭとしては、後述するように型締め期間の開始／終了のタ
イミングを示す信号や、工程の遷移タイミングを示す信号、或いは制御方式（速度制御、
圧力制御）の切替タイミングを示す信号などが考えられる。
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【００２５】
　監視装置１からの通知信号ＳＩは各種の検出情報や判定情報の結果を通知する信号であ
る。例えば成形不良等が推定される異常判定の際のアラーム通知や、検出信号波形の立ち
上がりタイミング／立ち下がりタイミングの通知などの信号である。成形制御部１２は、
これらの内容の通知信号ＳＩに応じて各種動作制御を行うことができる。
【００２６】
　監視装置１による温度や圧力などの計測結果は、監視装置１と有線又は無線の通信経路
ＵＳによって接続されたコンピュータ装置４により閲覧可能とされている。通信経路ＵＳ
は、例えばＬＡＮ（Local Area Network）ケーブルなどにより実現される。
　コンピュータ装置４には、監視装置１による各種検出信号の計測について管理を行うた
めの管理ソフトウェアがインストールされている。この管理ソフトウェアにより、作業員
等はコンピュータ装置４のディスプレイを介して監視装置１による計測結果を閲覧可能と
されている。
　また、管理ソフトウェアを用いた設定により、作業員等は各種の数値設定を行うことが
できる。
　さらに計測結果をコンピュータ装置４におけるＨＤＤ（Hard Disk Drive）やＳＳＤ（S
olid State Disk）等の所定の記憶装置に収録させることが可能とされている。
【００２７】
　図２は管理ソフトウェアによってコンピュータ装置４の画面に提示される管理画面９０
の表示内容例を示している。図示のように管理画面９０には、各種センサによる検出信号
の計測結果を波形により示すことが可能とされるとともに、各検出信号の所定の数値（例
えばピーク値、積分値、立ち上がりタイミング値、立ち下がりタイミング値等）が示され
る。また作業者が各種設定入力を行うための操作子が用意されている。
【００２８】
＜２．監視装置の構成＞
　図３は監視装置１の内部構成を示している。
　監視装置１には、演算部２０、入力部２１、Ａ／Ｄ変換器２２、バッファ及びＩＦ部２
３、メモリ部２４が設けられている。
【００２９】
　入力部２１は、検出信号Ｖｓ１，Ｖｓ２についてｎチャネルの入力が可能とされる。図
の例では８チャネル入力を想定し、入力チャネルをＩ１～Ｉ８として示している。
　各入力チャネルＩ１～Ｉ８に入力される検出信号Ｖｓ１，Ｖｓ２は、上述のように専用
アンプ３又はセンサ用アンプ３３で検出情報が電圧レベルに変換された信号である。
　チャネルＩ１～Ｉ８の全部又は一部に対して、検出信号Ｖｓ１又はＶｓ２が入力される
。即ち金型内センサ３１や射出部内センサ３２として射出成形装置２に配備された１又は
複数のセンサの検出信号を、同時に、それぞれ所要のチャネルに入力可能とされている。
【００３０】
　Ａ／Ｄ変換器２２は、入力チャネル数と同数の同時入力が可能とされる。従って図の例
では８チャネル入力のＡ／Ｄ変換器とされている。
　Ａ／Ｄ変換器２２は、入力された各チャネルＩ１～Ｉ８の検出信号について電圧値に応
じたデジタルデータに変換し、バッファ及びＩＦ部２３に供給する。
【００３１】
　バッファ及びＩＦ部２３は、各チャネルＩ１～Ｉ８の検出信号の演算部２０への受け渡
しや、演算部２０と外部機器（コンピュータ装置４や成形制御部１２）との通信データの
送受信を行う部位を総括して示している。
　例えばＡ／Ｄ変換器２２から出力される同時入力された複数チャネルの検出信号のデジ
タルデータ（後述する検出値Ｄｄｅｔ）は、バッファ及びＩＦ部２３で一時的にバファリ
ングされながら各時点の検出情報として検出信号のサンプリング時点の時刻情報（後述す
る時間値Ｔｄｅｔ）とともに順次演算部２０に転送される。
　また演算部２０からの通知信号ＳＩは、バッファ及びＩＦ部２３が端子ＴＭ２から成形
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制御部１２に送信する。また成形制御部１２からの各種のタイミング信号ＳＴＭは、端子
ＴＭ１からバッファ及びＩＦ部２３に一旦取り込まれ、時刻情報とともに順次演算部２０
に転送される。
　また演算部２０とコンピュータ装置４の各種情報通信は、バッファ及びＩＦ部２３を介
して、端子ＴＭ３（例えばＬＡＮコネクタ端子）に接続された通信経路ＵＳにより実行さ
れる。
【００３２】
　演算部２０は例えばＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵを有するマイクロコンピュータにより構成
される。
　本実施の形態では、演算部２０は、入力部２１の各入力チャネルに入力された各時点で
の検出信号値をログデータとしてメモリ部２４記憶する処理を行う。
　例えばＡ／Ｄ変換器２２でデジタル値とされた各チャネルＩ１～Ｉ８の検出信号につい
てサンプル毎の値を記憶していく処理を行う。
　また演算部２０は、射出成形装置２による監視期間内において設定された監視タイミン
グ毎に、入力部２１に入力された検出信号値を用いて評価値の算出を行う。
　さらに演算部２０は、算出した評価値を用いて射出成形状況の判定結果を求める処理を
行う。また判定処理に応じた通知信号ＳＩの出力処理を行う。
　これらの機能を有する演算部２０の具体的な処理例については後述する。
【００３３】
　メモリ部２４は、例えばＲＯＭ、ワークメモリ、不揮発性メモリ等として演算部２０が
使用できるメモリ領域を総括して示している。
　メモリ部２４は、例えば演算部２０の処理によるログデータの記憶領域として用いられ
る。またメモリ部２４は、各種演算処理のワーク領域として用いられる。またメモリ部２
４は、演算部２０の各種処理を実現するためのプログラムの格納領域としても用いられる
。
【００３４】
＜３．コンピュータ装置の構成＞
　図４はコンピュータ装置４の内部構成を示している。
　コンピュータ装置４のＣＰＵ４１は、ＲＯＭ４２に記憶されているプログラム、または
記憶部４８からＲＡＭ４３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。Ｒ
ＡＭ４３にはまた、ＣＰＵ４１が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適
宜記憶される。
　ＣＰＵ４１、ＲＯＭ４２、及びＲＡＭ４３は、バス４４を介して相互に接続されている
。このバス４４には、入出力インターフェース４５も接続されている。
　入出力インターフェース４５には、キーボード、マウス、タッチパネルなどよりなる入
力部４６、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）、有機ＥＬ
（Electroluminescence）パネルなどよりなるディスプレイ、並びにスピーカなどよりな
る出力部４７、ＨＤＤやフラッシュメモリ装置などより構成される記憶部４８、端子ＴＭ
３に接続された通信経路ＵＳを介した監視装置１との通信処理やインターネットを介した
通信を行う通信部４９が接続されている。
【００３５】
　本実施の形態では、ＣＰＵ４１は特に監視期間設定部４１ａ、監視タイミング設定部４
１ｂ、単位空間情報設定部４１ｃとしての機能を持つ。
　監視期間設定部４１ａは、監視開始時点を特定し、特定した監視開始時点から所定期間
を監視期間として設定する処理を行う。
　また監視タイミング設定部４１ｂは、設定された分割数に基づいて、監視期間内におけ
る複数の監視タイミングを設定する処理を行う。
　さらに単位空間情報設定部４１ｃは、監視タイミング設定部４１ｂが設定した監視タイ
ミングにおいて成形品の監視処理に用いる単位空間情報を、取得した良品製造時の計測項
目データに基づいて設定する処理を行う。
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　これらの機能を有するＣＰＵ４１の具体的な処理例については後述する。
【００３６】
＜４．品質モニタリングシステムの概要＞
　本実施の形態のコンピュータ装置４において実行する、品質モニタリングシステムにお
ける単位空間設定処理の概要を説明する。本実施の形態の単位空間設定処理は、１成形サ
イクル内から監視タイミングを設定し、監視タイミング毎の検出信号から良品判定の際に
用いる単位空間情報を設定する処理である。
【００３７】
　図５Ａは金型内センサ３１又は射出部内センサ３２としてのセンサによって検出された
検出信号の波形の例を示している。縦軸は検出値（Ｄｄｅｔ）、横軸は時間である。例え
ば実線の波形ＰＲは圧力センサの検出値、破線の波形ＴＰは金型内温度である。
【００３８】
　これらは例えば１ショットの樹脂注入に応じた１成形サイクルにおける検出信号波形で
ある。時点Ｔ０～Ｔ１が１成形サイクルの期間である。この１成形サイクルには、例えば
、金型１０の上型と下型を閉じる型締め、金型１０に対して射出部１１のシリンダにより
樹脂材料を注入する射出、充填後の保圧、成形固化までの計量・冷却、型開き、成形品の
突き出し等の各工程が含まれている。
【００３９】
　１成形サイクルの検出信号の評価のためには、通常、この期間Ｔ０～Ｔ１における各監
視タイミングの検出信号から求めた評価値が必要となる。
　本実施の形態では、評価値を算出する手法として、ＭＴ（Maharanobis Taguchi）法を
用いる。
　設備の製造条件パラメータに多種多様の計測項目及び計測時点（監視タイミング）が含
まれており、かつ、これらが相互に影響し合う関係にある場合には、一つの項目が所望し
ない方向に変化してしまう可能性を考慮し、製造条件パラメータに含まれる全ての項目を
総合的に監視することが望ましい。
　このような場合には、各次元における相関を考慮したうえで、相互に影響し合う複数の
項目を一次元化する手法であるＭＴ法を用いるのが好適である。
　ＭＴ法においては、基準となる項目群にどれだけ似ているかを示す評価値として、マハ
ラノビス距離を２乗した値を用いる。マハラノビス距離の詳細については後述する。
【００４０】
　ところで、検出信号の意味合いは工程毎に異なるものとなる。例えば金型温度の検出値
Ｄｄｅｔは、金型１０が閉じられている期間の値は成形品の品質の評価に有用であるが、
金型１０が開かれた後は、あまり意味がないものである。
　このように、成形品の品質を評価するにあたっては、工程における適切な監視タイミン
グを設定する必要がある。しかしながら、品質モニタリングシステムについてある程度の
経験がないと、不良品の識別を行うのに適したタイミングを設定することが難しい場合が
ある。
　そこで本実施の形態では、品質モニタリングシステムによる成形品の良否判定を行うに
あたり、以下のような処理を行うこととした。
【００４１】
＜５．単位空間情報設定処理＞
　本実施の形態の品質モニタリングシステムにおける単位空間情報設定処理について、図
５乃至図７を用いて説明する。
　単位空間設定処理は、後述する量産監視処理を監視装置１が実行する際の監視タイミン
グを決定し、その監視タイミングにおける成形品の品質評価に用いるための情報である単
位空間情報を算出する処理である。単位空間情報設定処理は、コンピュータ装置４のＣＰ
Ｕ４１により行われる。
【００４２】
　まずＣＰＵ４１は、図６のステップＳ１０１において、良品の１成形サイクルにおける
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計測項目毎の検出信号のデータを記憶部４８から取得する。ＣＰＵ４１は、例えば１００
サイクル分の良品の検出信号データを取得する。当該検出信号データは、ＣＰＵ４１が、
データの計測を行った監視装置１から取得し、記憶部４８に記憶したものである。
　取得する検出信号データの計測項目としては、樹脂圧力、樹脂の流速、樹脂温度、金型
表面温度等、成形品の品質を評価するために必要な様々な項目が考えられる。
【００４３】
　次にＣＰＵ４１は、ステップＳ１０２において、監視期間設定処理を行う。即ち、ＣＰ
Ｕ４１は、１成形サイクル内の一部の期間を監視期間として設定する。これにより、品質
の評価に有用である期間を監視期間として計測項目毎に設定することができる。
　監視期間の設定方法は多様に考えられる。例えば図５Ｂに示す時点Ｔｓ１～Ｔｅ１の型
締め期間を監視期間に設定することが考えられる。この期間は、型締めから型開きまでの
複数の工程が行われる期間である。即ち、金型１０が閉じられている期間のみを監視期間
としている。監視装置１は図４Ｂの波形の型締め期間信号をタイミング信号ＳＴＭの１つ
として成形制御部１２から取得することで、この時点Ｔｓ１～Ｔｅ１の監視期間の検出値
Ｄｄｅｔの値を取得する。
【００４４】
　或いは図５Ｃに示すように、波形の立ち上がりを判定する閾値ｔｈＤＨ及び立ち下がり
を判定する閾値ｔｈＤＬを設定し、圧力センサの波形ＰＲを監視する。上述のように圧力
センサの検出信号の立ち上がりタイミングは、キャビティに樹脂材料が充満した直後のタ
イミングとなる。そこで圧力センサの検出値Ｄｄｅｔを監視し、これが閾値ｔｈＤＨ以上
となった時点を圧力制御の開始タイミング（Ｔｓ２）と判断できる。圧力制御の終了タイ
ミングは金型１０を開く前のタイミングであるが、これを例えば検出値Ｄｄｅｔの値や値
の変化から判断し、例えば検出値Ｄｄｅｔが閾値ｔｈＤＬ以下になった時点を終了タイミ
ング（Ｔｅ２）とすることも可能である。これにより時点Ｔｓ２～Ｔｅ２を監視期間とし
て設定することができる。
　キャビティに樹脂材料が充満した直後のタイミングは、検出値Ｄｄｅｔの単位時間あた
りの立ち上がりの幅が大きい。そのため、閾値ｔｈＤＨを設定しておけば、その時点を基
準として、さまざまなタイミングを検出することが可能となる。
　例えば、閾値ｔｈＤＨ以上となった時点よりも所定時間前の時点を検出することで、樹
脂材料が充満されたタイミングをある程度正確に検出することが可能である。つまり、閾
値ｔｈＤＨ以上となった時点から、樹脂材料が充満されるまでに掛かる時間を逆算するこ
とで、樹脂注入開始時点を特定することが可能となる。
　従って、監視期間の開始タイミングを閾値ｔｈＤＨ以上となった時点から、成形サイク
ルにおける樹脂注入開始時点を設定することができるようになる。これにより、成形制御
部１２から樹脂注入開始時点の情報を受信することなく、受信した検出信号データのみか
ら樹脂注入開始時点を特定することができる。
　なお、基準として設定できる時点は、検出値Ｄｄｅｔの単位時間あたりの変動の幅が大
きいものであればよく、例えば金型１０を開く前のタイミングであって検出値Ｄｄｅｔが
閾値ｔｈＤＬ以下になった時点を基準とすることも可能である。
　また、これらの基準となる時点を用いて、他の計測項目における様々な時点を特定する
ことも可能である。
【００４５】
　また、ゲートシール期間を監視期間として設定することもできる。この場合、射出成形
装置２に取り付けられた金型１０や使用する樹脂材料等により、ゲートシール期間の具体
的な時間を把握することが可能である。そこで、あらかじめ波形の立ち上がりを判定する
閾値ｔｈＤＨのみを設定しておき、圧力センサの検出値Ｄｄｅｔが閾値ｔｈＤＨ以上とな
った時点を圧力制御の開始タイミングとすることで、ゲートシール期間が経過した時点を
監視期間の終了タイミングとして設定することもできる。
【００４６】
　図５Ｄは、時点Ｔｓ３～Ｔｅ３を射出成形装置２において樹脂射出の速度制御が行われ
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る期間としている。即ち注入速度を監視しながらシリンダによる注入動作を制御する期間
である。
　例えば成形制御部１２は、樹脂が金型１０のキャビティに充満するまでは、注入樹脂の
速度制御を行い、充満後に圧力制御に切り換えるような制御を行う。その場合に、樹脂射
出の速度制御については、速度制御期間のみの評価値を得たい場合もある。
　このような場合、例えば波形の立ち上がりを判定する閾値ｔｈＤＨを設定し、圧力セン
サの波形ＰＲを監視する。圧力センサの検出信号を考えると、その立ち上がりタイミング
は、キャビティに樹脂材料が充満した直後のタイミングとなる。充満後にさらに樹脂が注
入されることで樹脂が圧縮されて圧力が高くなるためである。
　圧力センサの検出値Ｄｄｅｔは充満直後に急激に上昇する。そこで圧力センサの検出値
Ｄｄｅｔを監視し、これが閾値ｔｈＤＨ以上となった時点を充満タイミング（時点Ｔｅ３
）と判断し、時点Ｔｓ３～Ｔｅ３の期間を監視期間として設定することができる。
　監視装置１は図５Ｄの波形の速度制御期間信号をタイミング信号ＳＴＭの１つとして成
形制御部１２から取得することで、この時点Ｔｓ３～Ｔｅ３の期間の検出値Ｄｄｅｔの値
を取得することができる。
【００４７】
　以上では一部期間の計測として３つの例を挙げたが、例えば上述した各工程の１つの期
間、樹脂流入が進行している状態の期間、成形品の取り出しから次の１サイクルの開始ま
での期間など、対象とする期間は各種考えられる。
　また、計測項目毎の監視期間は共通していても良いし、異なる期間であってもよい。つ
まり、監視期間は、計測項目毎に、良品判定の際に効果的な評価値が算出できる期間を設
定することができる。
【００４８】
　ステップＳ１０２にて監視期間の設定処理が完了すると、ＣＰＵ４１は、ステップＳ１
０３に処理を進め、分割数の設定情報を取得する。分割数の数値は、ユーザの入力部４６
を介した入力操作により指定される。分割数の指定方法は多様に考えられ、過去に入力さ
れた分割数の数値を指定してもよいし、予め分割数の数値が固定して設定されていてもよ
い。
【００４９】
　監視期間を設定した後、ＣＰＵ４１は、ステップＳ１０４において、指定された分割数
に基づいて、監視タイミングを設定する処理を行う。
　監視タイミングとは、後述する量産監視処理における良品判定を行う際に用いられる検
出値Ｄｄｅｔを検出するタイミングのことをいう。監視タイミングは、計測項目毎の監視
期間のそれぞれについて設定される。
　例えば分割数が４と指定された場合、図５Ａ及び図５Ｃでは、圧力制御期間Ｔｓ２～Ｔ
ｅ２を監視期間とした圧力センサの波形ＰＲが、４つの領域に分割されるようにＸ１，Ｘ
２，Ｘ３が監視タイミングとして設定される。ここで、監視期間開始時点Ｔｓ２，Ｘ１，
Ｘ２，Ｘ３，監視期間終了時点Ｔｅ２は均等間隔になるように設けられる。樹脂圧力のみ
ならず、樹脂の流速や樹脂温度等の他の計測項目についても、同様に監視タイミングが設
定される。
　なお、監視タイミングの設定には様々な態様が考えられる。例えば、予め良品判定を行
うために有用なタイミングを設定しておき、分割数を優先的にそのタイミングに振り分け
ることも考えられる。また、良品判定に有用なタイミングの付近に重点的に監視タイミン
グを設定することもできる。
【００５０】
　ＣＰＵ４１は、ステップＳ１０５において、図７Ａに示すような、ステップＳ１０１に
て取得した良品製造時の検出信号のデータを用いて、設定した監視タイミング毎の検出信
号データ群を抽出する。
　そしてＣＰＵ４１は、ステップＳ１０６において、抽出した検出信号データ群の監視タ
イミング毎の平均値や標準偏差を求めることで、それぞれの検出信号データの正規化を行
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う。
　その後、ＣＰＵ４１は、正規化した検出信号データ群から相関係数行列を算出し、算出
した相関係数行列の逆行列を求める。このとき、良品と判定するための基準値が用いられ
る。基準値は{（計測値）－（平均値）}／（標準偏差）により算出する。
　上記逆行列と任意の検出信号データの二次形式により、そのデータのマハラノビス距離
（Ｄ値）を求めることが可能となる。
　ＭＴ法においては、算出したＤ値を２乗した値（Ｄ２値）を用いて製造した成形品の良
品判定が行われる。これは基準データ群の、Ｄ値の２乗平均を変量の数にかかわらず１前
後に調整するための処置である。Ｄ２値は、良品データとの乖離を数値化したものであり
、その数値が１に近いほど良品であることを示している。
　このようにして本実施の形態における単位空間情報が設定される。
【００５１】
　その後、ＣＰＵ４１は、ステップＳ１０７において、基準値を含む単位空間の設定情報
を監視装置１に送信することで、図６の単位空間情報設定処理を完了する。
【００５２】
＜６．量産監視処理＞
　本実施の形態における量産監視処理について、図７及び図８を用いて説明する。
　量産監視処理は、単位空間情報設定処理において設定した単位空間情報に基づいて成形
品の良品判定を行うものである。量産監視処理は、監視装置１の演算部２０により行われ
る。
　なお、以下の処理は、例えば樹脂成形の１成形サイクル実行中にリアルタイムで評価値
（Ｄ２値）演算及び判定を行う例とする。また演算部２０は、複数の入力チャネルＩ１～
Ｉ８の検出信号について、計測項目毎にそれぞれ並行して（実際の処理としては時分割で
もよい）、図８の処理を行う。
【００５３】
　まず演算部２０は、図８のステップＳ２０１において、監視装置１から良品の１成形サ
イクルにおける計測項目毎の検出信号のデータを取得する。そしてステップＳ２０２にお
いて、演算部２０は、図７Ｂに示すような製品毎の各計測項目における監視タイミングの
検出信号を抽出する。
【００５４】
　その後、演算部２０は、ステップＳ２０３において、コンピュータ装置４から取得した
良品の単位空間情報を抽出する。そして演算部２０は、抽出した各計測項目における監視
タイミングで検出された検出値Ｄｄｅｔと当該単位空間情報を用いて、図７Ｂに示すよう
にＭＴ法におけるマハラノビス距離（Ｄ値）を算出する。そしてマハラノビス距離を２乗
することでＤ２値を算出する。
【００５５】
　そして演算部２０はステップＳ２０５で、Ｄ２値を用いた良否判定を行う。例えば単位
空間情報から導かれる閾値ｔｈＥＨ，ｔｈＥＬを用いて、Ｄ２値が、ｔｈＥＨ≧Ｄ２値≧
ｔｈＥＬとなっているか否かを確認する。
　もし、この判定条件を満たしていればＯＫ判定としてステップＳ２０５からＳ２０６に
進み、判定ＯＫの通知信号ＳＩを成形制御部１２に送信し、またコンピュータ装置４に判
定ＯＫを通知する。
　なおこの段階で判定ＯＫという判定結果情報を、今回の成形サイクルの識別情報（何サ
イクル目かの情報）とともにログデータとして記憶させる。
【００５６】
　その後、演算部２０は、ステップＳ２０７において、監視を継続するかを判定し、継続
する場合はステップＳ２０１に処理を進め、以下同様の処理を行う。また係属しない場合
は、図８の処理を終了する。
【００５７】
　一方、ｔｈＥＨ≧Ｄ２値≧ｔｈＥＬという判定条件を満たしていなければ、エラー判定
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としてステップＳ２０５からＳ２０８に進み、判定エラーの通知信号ＳＩ（アラーム信号
）を成形制御部１２に送信し、またステップＳ２０９において、コンピュータ装置４に判
定エラーを通知する。
　なおこの段階で判定エラー（成形不良）という判定結果情報を、今回の成形サイクルの
識別情報とともにメモリ部２４にログデータとして記憶させてもよい。
【００５８】
　以上のように演算部２０の処理が行われることで、１成形サイクル内の指定期間におけ
るＤ２値の生成や、Ｄ２値に基づいた良否判定が行われる。
【００５９】
＜７．まとめ及び変形例＞
　以上の実施の形態のコンピュータ装置４は、射出成形装置２に備えられたセンサ（金型
内センサ３１及び射出部内センサ３２）により１又は複数の計測項目の検出信号を入力す
る監視装置１で行われる、良品判定のための単位空間情報を生成する。またコンピュータ
装置４は、監視開始時点（Ｔｓ）を特定し、監視開始時点から所定期間を監視期間（Ｔｓ
～Ｔｅ）として設定する監視期間設定部４１ａと、指定された分割数に基づいて、監視期
間内における複数の監視タイミング（Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ）を設定する監視タイミング
設定部４１ｂと、監視タイミング設定部４１ｂが設定した監視タイミング（Ｘ１，Ｘ２，
…，Ｘｎ）において成形品の監視処理に用いる単位空間情報を、取得した良品製造時の計
測項目データに基づいて設定する単位空間情報設定部４１ｃと、を備えている。
　即ち、少なくとも監視開始時点及び監視期間の分割数を設定することにより、監視タイ
ミングを自動的に設定する。また、それぞれの監視タイミングごとに、成形品の監視処理
に用いる基準値を、取得した良品製造時の計測項目データに基づいて算出する。
　これにより、射出成形装置２の成形サイクルの動作や成形品の良否判定のための準備（
設定）をより的確に容易に行うことができる。
【００６０】
　またコンピュータ装置４の監視期間設定部４１ａは、ゲートシール期間を監視期間とし
て設定する処理を行う。
　成形品の良否判定のために用いる検出信号を金型内の樹脂圧力とした場合等においては
、監視タイミングはゲートシール期間中に設定することが望ましい。なぜなら、ゲートシ
ール期間は、金型内に充填された樹脂が固化するまでの期間であるため、成形品の品質の
評価に有用な部分であるが、固化した後に期間については、あまり意味がない場合がある
ためである。
　計測項目の性質に応じた成形品の良品判定に適したゲートシール期間を監視期間として
設定することで、成形品の成形過程に関連性の高い時点を監視タイミングとすることがで
きる。これにより、一層精度の高い良品判定を行うことが可能となる。
【００６１】
　またコンピュータ装置４の監視期間設定部４１ａは、設定された所定の閾値（ｔｈＤＨ
）に検出信号が到達した時点を用いて監視開始時点（Ｔｓ）を特定する処理を行う。
　圧力センサの検出信号を考えると、その立ち上がりタイミングは、金型内に成形材料が
充満した直後のタイミングとなる。そこで当該立ち上がりのタイミングを監視開始時点と
して特定する。
　これにより、ユーザが具体的な監視開始時間を設定しなくても、閾値を設定しておくだ
けで監視開始時点を特定することができる。従って、ユーザの利便性の向上を図ることが
できる。
【００６２】
　またコンピュータ装置４の監視期間設定部４１ａは、設定された所定の閾値（ｔｈＤＨ
）に検出信号が到達した時点よりも所定時間前の時点を監視開始時点（Ｔｓ）として特定
する処理を行う。即ち、圧力センサの検出信号の立ち上がりタイミングよりも所定期間前
から成形品の監視を開始する。
　キャビティに樹脂材料が充満した直後のタイミングは、検出値Ｄｄｅｔの単位時間あた
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りの立ち上がりの幅が大きい。そのため、樹脂材料が充満されたタイミングをある程度正
確に検出することが可能である。
　これにより、成形制御部１２から樹脂注入開始時点の情報を受信することなく、受信し
た検出信号データのみから樹脂注入開始時点を特定することができる。
【００６３】
　またコンピュータ装置４の単位空間情報設定部４１ｃは、複数の計測項目のそれぞれの
監視タイミング毎の値を用いて基準値を算出する処理を行う（図６のＳ１０６）。
　これにより、多様な計測項目及び監視タイミングを加味した上で、単位空間情報を設定
することになる。従って、成形品の良否判定の精度を向上させることができる。
【００６４】
　また 単位空間情報はマハラノビス距離を２乗した値を算出するために用いられる情報
であることが考えられる。即ち、単位の異なる多次元の各計測項目の値を、共通の一次元
としての単位に置き換えるための単位空間情報を設定する。
　これにより、成形品の良否判定において、計測項目の全てが規格を充足していたとして
も、成形品全体として不良品の可能性がある製品を発見することができる。従って、成形
品の良否判定の精度をより一層向上させることができる。
【００６５】
　また本発明は上記した具体例に限定されるべきものではなく、多様な変形例が考えられ
る。
　射出成形装置２の構成は多様に考えられる。監視装置１及びコンピュータ装置４の構成
も同様である。
　図６の処理を監視装置１の演算部２０で行ってもよい。この場合においては、監視装置
１が請求項でいう演算処理装置となる。
　図６に示したコンピュータ装置４のＣＰＵ４１の処理例も一例に過ぎず、具体的な処理
例は多様に考えられる。また図８に示した監視装置１の演算部２０の処理例についても同
様である。
　射出成形装置２に搭載されるセンサ（金型内センサ３１や射出部内センサ３２）として
は多様に考えられる。即ち監視装置１は、圧力センサによる射出部１１内や金型１０内に
おける樹脂材料の圧力計測や、温度センサの検出信号に基づく成形材料や金型表面温度の
計測以外にも多様な検出信号の計測に適用できる。例えば光センサ等の検出信号に基づく
成形材料の流速計測、赤外線センサ等の検出信号に基づくフローフロント計測（例えば成
形樹脂がキャビティ内の所定位置に到達するまでの時間の計測）、位置センサ等の検出信
号に基づく型閉時における金型同士の位置ズレ量の計測（型開き量の計測）等、射出成形
に係る他の計測を行う場合の各種センサの検出信号についても好適に適用できる。
【００６６】
＜８．プログラム及び記憶媒体＞
　本発明の実施の形態のプログラムは、コンピュータ装置４におけるＣＰＵ４１（マイク
ロコンピュータ等の演算処理装置）に監視期間設定部４１ａ、監視タイミング設定部４１
ｂ、単位空間情報設定部４１ｃとしての機能を実行させるプログラムである。
【００６７】
　実施の形態のプログラムは、射出成形装置に備えられたセンサにより１又は複数の計測
項目の検出信号を入力する監視装置で行われる、良品判定のための単位空間情報を生成す
る演算処理装置に、監視開始時点を特定し、前記監視開始時点から所定期間を監視期間と
して設定する処理と、設定された分割数に基づいて、前記監視期間内における複数の監視
タイミングを設定する処理と、設定した前記監視タイミングにおいて成形品の監視処理に
用いる単位空間情報を、取得した良品製造時の計測項目データに基づいて算出する処理と
、を実行させるプログラムプログラムである。即ち図６の処理を実行させるプログラムで
ある。
【００６８】
　このようなプログラムにより本実施の形態のコンピュータ装置４の製造が容易となる。
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　そしてこのようなプログラムはコンピュータ装置４等の機器に内蔵されている記憶媒体
や、ＣＰＵを有するマイクロコンピュータ内のＲＯＭ等に予め記憶しておくことができる
。あるいはまた、半導体メモリ、メモリカード、光ディスク、光磁気ディスク、磁気ディ
スクなどのリムーバブル記憶媒体に、一時的あるいは永続的に格納（記憶）しておくこと
ができる。またこのようなリムーバブル記憶媒体は、いわゆるパッケージソフトウェアと
して提供することができる。
　また、このようなプログラムは、リムーバブル記憶媒体からパーソナルコンピュータ等
にインストールする他、ダウンロードサイトから、ＬＡＮ、インターネットなどのネット
ワークを介してダウンロードすることもできる。
【００６９】
　またこのような実施の形態の監視装置１に実行させるプログラムがコンピュータ装置４
にインストールされることで、コンピュータ装置４が監視装置１の機能を備えるようにす
ることもできる。
　例えば専用アンプ３とコンピュータ装置４をコネクタで直接接続する。専用アンプ３を
介してコンピュータ装置４には１又は複数の入力チャネルの検出信号が供給されるように
する。そしてコンピュータ装置４において当該プログラムを含むソフトウェアが起動され
ることで、図６の処理をコンピュータ装置４で実行する。即ちセンサ（３１，３２）の検
出信号を取得し、射出成形装置２による１成形サイクルの期間内の一部の期間とされた指
定期間における検出信号値（検出値Ｄｄｅｔ）を用いて評価値の算出を行い、評価値を用
いて射出成形状況の判定結果を求める処理を行う。これにより、パーソナルコンピュータ
等のコンピュータ装置４を用いて監視装置１を実現できる。
【符号の説明】
【００７０】
　１…監視装置、２…射出成形装置、４…コンピュータ装置、４１ａ…監視期間設定部、
４１ｂ…監視タイミング設定部、４１ｃ…単位空間情報設定部
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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